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オンチップキャパシタ 

図 1にキャパシタの構造を示す。導体の導電率は全て 2.5 x 10
7 
S/mである。図 2に実験に使用したチッ

プ写真を示す。図 3 に S パラメータの実測値を示す。結果はディエンベディング処理を行い、図 1 の

ポートに参照面を変換している。ポートのマイクロストリップ線路の特性インピーダンスは約 50Ωであ

る。 
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図 1 キャパシタの構造 

 

 
図 2 キャパシタのチップ写真 
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(a) S11 and S22 
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(b) S12 and S21 

図 3 キャパシタの Sパラメータ(ディエンベディング後, ポートの定義は図 1参照) 
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